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項目 記号 仕様

ウエハ径 ー 8inch＜Option：6inch＞

Cu-pillar径 A φ80μm or φ120μm

Cu-pillar高さ B 75μm

Cu高さ C 50μm

はんだバンプ高さ D 25μm

Cu-Pillarピッチ
E

A=φ80μm ：318μmMIN
A=φ120μm：358μmMIN

F 500μmMIN

スクライブ幅 ー 80μmMIN

チップサイズ X X 0.95～1.60mm

チップサイズ Y Y 1.35～2.60mm

チップ厚 Z 200μm

ウエハ材質 ー Si

※上記はあくまで推奨のデザインルールです。ルールに当てはまらない場合でも
お気軽に御問い合わせ下さい。
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